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Abstract (en)
[origin: WO2024100015A1] The invention relates to a method for producing an oriented strand board, comprising the steps of: treating or producing
a raw oriented strand board (16), which has a first side face (S1), a second side face (S2) which runs parallel to the first side face (S1), and edge
faces, which connect the side faces (S1, S2) to one another, applying a liquid (34), which contains paraffin and/or wax, at least to the first side face
(S1), with the steps of applying a negative pressure to the second side face (S2) so that the liquid (34) is sucked into an edge zone (50) of the raw
oriented strand board (16), and/or applying an overpressure to the first side face (S1) so that the liquid (34) is pressed into an edge zone (50) of the
raw oriented strand board (16), and heating the first side face (S1) so that the paraffin and/or the wax melts, so that the oriented strand board (54) is
formed.

Abstract (de)
Die Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Herstellen einer Grobspanplatte (54), mit den Schritten, Herstellen einer Roh-Grobspanplatte (16),
die eine erste Seitenflache (S1), eine zweite Seitenflache (S2), die parallel zur ersten Seitenflache (S1) verlauft, und Kantenflachen, die die
Seitenflachen (S1, S2) miteinander verbinden, aufweist, Aufbringen einer Flussigkeit (34), die Paraffin und/oder Wachs enthalt, zumindest auf
die erste Seitenflache (S1), Anlegen eines Unterdrucks an die zweite Seitenflache (S2), sodass die Flussigkeit (34) in eine Randzone der Roh-
Grobspanplatte (16) gesaugt wird, und/oder Anlegen eines Uberdrucks an die erste Seitenflache (S1), sodass die Fliissigkeit (34) in eine Randzone
der Roh-Grobspanplatte (16) gedriickt wird, und Erwé&rmen der ersten Seitenflache (S1), sodass das Paraffin und/oder das Wachs anschmilzt,
sodass die Grobspanplatte (54) entsteht.
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